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(54) VERFAHREN ZUM BEIDSEITIGEN POLIEREN VON HALBLEITERSCHEIBEN ZWISCHEN 
EINEM UNTEREN POLIERTELLER UND EINEM OBEREN POLIERTELLER

(57) Verfahren zum beidseitigen Polieren von Halb-
leiterscheiben zwischen einem unteren Polierteller und
einem oberen Polierteller mittels eines unteren und eines
oberen Poliertuchs, die jeweils einen Innenrand und ei-
nen Außenrand aufweisen, umfassend
das Bekleben des unteren Poliertellers mit dem unteren
Poliertuch;
das Pressen des unteren Poliertuchs gegen den unteren
Polierteller;
das Ablegen von Halbleiterscheiben auf dem unteren Po-
liertuch; und
das beidseitige Polieren der Halbleiterscheiben in Ge-
genwart eines Poliermittels; gekennzeichnet durch
das Abdecken des unteren Poliertuchs mit einem Zwi-
schentuch nach dem Pressen des unteren Poliertuchs
gegen den unteren Polierteller und vor dem Ablegen der
Halbleiterscheiben auf dem unteren Poliertuch;
das Ablegen von Distanzstücken auf das Zwischentuch,
so dass sie konzentrisch zum Innenrand des unteren Po-
liertuchs und in annähernd gleichem Abstand zueinander
auf dem Zwischentuch liegen;
das Ablegen des oberen Poliertuchs über das Zwischen-
tuch und über die Distanzstücke, wobei das obere Po-
liertuch mit einer zum oberen Polierteller weisenden kle-
benden Schicht versehen ist;
das Pressen des oberen Poliertellers gegen den unteren
Polierteller;
das Entfernen des Zwischentuchs und der Distanzstü-
cke;
das Pressen des oberen Poliertuchs gegen den oberen
Polierteller; und

das Pressen der Polierteller und Poliertücher gegenein-
ander.



EP 4 306 262 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren
zum beidseitigen Polieren von Halbleiterscheiben zwi-
schen einem unteren Polierteller und einem oberen Po-
lierteller.

Stand der Technik / Probleme

[0002] Das beidseitige Polieren von Werkstücken wie
Halbleiterscheiben wird auch Doppelseitenpolitur (DSP)
genannt. Grundzüge der DSP von Halbleiterscheiben
sind beispielsweise in US 2003 0 054 650 A1 und in DE
100 07 390 A1 beschrieben.
[0003] In der Regel werden beide Polierteller einer
DSP-Anlage mit Poliertüchern beklebt. Diese sollten bla-
senfrei aufgeklebt sein. Dabei ist es wichtig, dass das
jeweilige Poliertuch auf dem Polierteller gleichmäßig
stark haftet. Um die notwendige Haftung zu erreichen,
können die Poliertücher zwischen den Poliertellern zu-
sammengepresst werden (Tuchpressen). Durch das
Pressen verfließt der Kleber und haftet besser. Verfahren
zum Schaffen einer klebenden Verbindung zwischen
dem jeweiligen Poliertuch und dem entsprechenden Po-
lierteller sind aus US 2007 0 087 671 A1, JP 2006 289
523 A, JP 2006 346 808 A und DE 102 39 774 A1 bekannt.
[0004] In DE 10 2017 217 490 A1 wird empfohlen, wäh-
rend des Tuchpressens ein Zwischentuch zwischen dem
unteren Poliertuch und dem oberen Poliertuch vorzuse-
hen.
[0005] EP 4 000 806 A1 beschreibt ein Verfahren, das
einen Zwischenring verwendet, um das obere Poliertuch
vorübergehend im Bereich der Oberfläche des Zwi-
schenrings stärker haftend auf den oberen Polierteller
zu kleben, als in benachbarten Bereichen.
[0006] Die Erfinder der nachstehend beschriebenen
Erfindung haben festgestellt, dass weiterhin Bedarf an
einer Verbesserung besteht, weil das Verwenden eines
Zwischenrings sich als nicht ausreichend zuverlässig er-
wiesen hat, zu ermöglichen, dass Blasen zwischen dem
oberen Polierteller und dem oberen Poliertuch auf einfa-
che Weise insbesondere zum Innenrand des oberen Po-
liertuchs gedrückt und dort entfernt werden können, ohne
dabei zu riskieren, dass die Haftung des oberen Polier-
tuchs auf dem oberen Polierteller verloren geht.
[0007] Die Aufgabe der Erfindung wird gelöst durch ein
Verfahren zum beidseitigen Polieren von Halbleiter-
scheiben zwischen einem unteren Polierteller und einem
oberen Polierteller mittels eines unteren und eines obe-
ren Poliertuchs, die jeweils einen Innenrand und einen
Außenrand aufweisen, umfassend

das Bekleben des unteren Poliertellers mit dem un-
teren Poliertuch;
das Pressen des unteren Poliertuchs gegen den un-
teren Polierteller;
das Ablegen von Halbleiterscheiben auf dem unte-
ren Poliertuch; und

das beidseitige Polieren der Halbleiterscheiben in
Gegenwart eines Poliermittels; gekennzeichnet
durch
das Abdecken des unteren Poliertuchs mit einem
Zwischentuch nach dem Pressen des unteren Po-
liertuchs gegen den unteren Polierteller und vor dem
Ablegen der Halbleiterscheiben auf dem unteren Po-
liertuch;
das Ablegen von Distanzstücken auf das Zwischen-
tuch, so dass sie konzentrisch zum Innenrand des
unteren Poliertuchs und in annähernd gleichem Ab-
stand zueinander auf dem Zwischentuch liegen;
das Ablegen des oberen Poliertuchs über das Zwi-
schentuch und über die Distanzstücke, wobei das
obere Poliertuch mit einer zum oberen Polierteller
weisenden klebenden Schicht versehen ist;
das Pressen des oberen Poliertellers gegen den un-
teren Polierteller;
das Entfernen des Zwischentuchs und der Distanz-
stücke;
das Pressen des oberen Poliertuchs gegen den obe-
ren Polierteller; und
das Pressen der Polierteller und Poliertücher gegen-
einander.

[0008] Das Verwenden von Distanzstücken anstelle
eines Zwischenrings führt dazu, dass für das Pressen
des oberen Poliertuchs gegen den oberen Polierteller ein
Zwischenzustand erreicht wird, in dem das obere Polier-
tuch auf dem oberen Polierteller zuverlässig haftet, aber
dennoch lose genug, um Blasen mechanisch aus dem
Zwischenraum zwischen dem oberen Poliertuch und
dem oberen Polierteller drücken zu können. Wegen der
fehlenden Verbindung der Zwischenstücke zueinander
kann der Weg, auf dem eine Blase aus dem Zwischen-
raum gedrückt wird, radiale, zum Innenrand oder zum
Außenrand des Poliertuchs führende Anteile und nöti-
genfalls auch tangentiale Anteile haben. Wenn anstelle
eines Zwischenrings Distanzstücke verwendet werden,
um den Zwischenzustand zu erreichen, ist die Fläche
des oberen Poliertuchs, die vergleichsweise fest auf dem
oberen Poliertuch haftet geringer und damit auch das
Risiko, dass Blasen eingeschlossen werden, die sich
nicht oder nur schwer beseitigen lassen. Der Zwischen-
raum zwischen den Distanzstücken wird genutzt, um Bla-
sen bis zum Innenrand oder zum Außenrand des oberen
Poliertuchs zu treiben und dort zu beseitigen.
[0009] Die Verwendung von Distanzstücken anstelle
eines Zwischenrings verringert auch die Gefahr, dass
das obere Poliertuch nach Erreichen des Zwischenzu-
stands sich vom oberen Polierteller löst. Diese Gefahr
besteht, weil der Druck, mit dem der obere Polierteller
gegen den unteren Polierteller gedrückt wird, wegen der
potenziellen Blasenbildung einerseits nicht zu hoch sein
darf, andererseits aber ausreichen muss, das obere Po-
liertuch auf dem oberen Polierteller zu halten. Der Spiel-
raum, der für die Wahl des passenden Drucks zur Ver-
fügung steht, ist maschinenabhängig und eng. Werden
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Distanzstücke anstelle eines Zwischenrings verwendet,
ist dieser Spielraum größer.
[0010] Die Distanzstücke werden auf ein Zwischen-
tuch gelegt, so dass sie konzentrisch zum Innenrand des
unteren Poliertuchs und in annähernd gleichem Abstand
zueinander auf dem Zwischentuch liegen. Der Abstand
der Distanzstücke zum Innenrand des unteren Poliertel-
lers beträgt vorzugsweise 0 mm bis 5 mm. Die Distanz-
stücke liegen auf einer ringförmigen Fläche mit einer ra-
dialen Breite von vorzugsweise 10 mm bis 100 mm, be-
sonders bevorzugt 30 mm bis 50 mm. Der Bedeckungs-
grad der ringförmigen Fläche durch die Distanzstücke
beträgt vorzugsweise 1 % bis 15 %, besonders bevorzugt
3 % bis 10 %. Die Distanzstücke sind vorzugsweise nicht
weniger als 100 mm und nicht mehr als 300 mm dick. Sie
haben vorzugsweise die Form von Dreiecken, insbeson-
dere von gleichschenkeligen oder gleichseitigen Dreie-
cken. Andere Formen sind auch möglich, beispielsweise
die Form anderer Polygone oder von Kreisen oder Halb-
kreisen. Die Distanzstücke bestehen vorzugsweise aus
einem Kunststoff, beispielsweise aus Polyethylen.
[0011] Die Poliertücher sind ringförmig ausgebildet
und umfassen jeweils eine Seitenfläche mit einer kleben-
den Schicht. Zunächst wird das untere Poliertuch auf den
unteren Polierteller geklebt. Danach wird das untere Po-
liertuch gegen den unteren Polierteller manuell oder
durch eine Maschine gepresst. Gemäß einer Ausfüh-
rungsform wird mindestens ein Werkzeug verwendet, um
das untere Poliertuch gegen den unteren Polierteller zu
pressen. Das Werkzeug ist vorzugsweise eine Rakel
oder eine Walze. Die Richtung der Werkzeugbewegung
ist vorzugsweise radial und nötigenfalls zweitweise auch
tangential, um Blasen mittels Druckausübung vorzugs-
weise am Außenrand und/oder am Innenrand des unte-
ren Poliertuchs aus dem Zwischenraum zwischen dem
unteren Polierteller und der klebenden Schicht zu drü-
cken.
[0012] Danach wird das untere Poliertuch mit einem
Zwischentuch abgedeckt. Das Zwischentuch hat vor-
zugsweise die in DE 10 2017 217 490 A1 beschriebenen
Eigenschaften, also insbesondere eine Kompressibilität
bei Raumtemperatur von mindestens 3 %, vorzugsweise
3 % bis 10 %. Insbesondere wenn obere und untere Po-
liertücher verwendet werden, die vergleichsweise hart
sind, können auch ein erstes und ein zweites Zwischen-
tuch auf das untere Poliertuch gelegt werden.
[0013] Anschließend werden die Distanzstücke auf
das Zwischentuch gelegt, so dass sie konzentrisch zum
Innenrand des unteren Poliertuchs und in annähernd
gleichem Abstand zueinander auf dem Zwischentuch lie-
gen.
[0014] Im nächsten Schritt wird das obere Poliertuch
über das Zwischentuch und über die Distanzstücke ge-
legt und zwar so, dass die Seitenfläche mit der klebenden
Schicht zum oberen Polierteller weist.
[0015] Daraufhin wird der obere Polierteller gegen den
unteren Polierteller gepresst und dieser Zustand eine ge-
wisse Zeit aufrechterhalten. Wegen der Anwesenheit der

Distanzstücke wird das obere Poliertuch im Bereich der
Distanzstücke mit höherem Druck gegen den oberen Po-
lierteller gedrückt, als in den angrenzenden Bereichen.
Nach dem nachfolgenden Entfernen der Distanzstücke
und des Zwischentuchs sorgt der dann erreichte Zwi-
schenzustand für ausreichend Haftung des oberen Po-
liertuchs am oberen Polierteller. Gleichzeitig ermöglicht
er es auch, dass im nächsten Schritt Blasen mit ver-
gleichsweise geringem Aufwand zuverlässig über die
Bereiche mit weniger ausgeprägter Haftung zum oberen
Polierteller zum Außenrand und/oder Innenrand des
oberen Poliertuchs gedrückt werden können. Das ge-
schieht vorzugsweise manuell mit Hilfe eines Werk-
zeugs, beispielsweise einer Rakel oder einer Walze. Die
Richtung der Werkzeugbewegung ist vorzugsweise ra-
dial und nötigenfalls zweitweise auch tangential, um Bla-
sen mittels Druckausübung am Außenrand und/oder am
Innenrand des oberen Poliertuchs aus dem Zwischen-
raum zwischen dem oberen Polierteller und der kleben-
den Schicht zu drücken.
[0016] Danach wird ein Tuchpressen vorgenommen,
im Zuge dessen der obere Polierteller und das obere
Poliertuch über einen längeren Zeitraum gegen den un-
teren Polierteller und das untere Poliertuch mit ver-
gleichsweise hohem Druck gepresst wird. Wurden zwei
Zwischentücher auf das untere Poliertuch gelegt, bleibt
das untere der Zwischentücher beim Tuchpressen zwi-
schen den Poliertellern und wird erst danach entfernt.
[0017] Gemäß einer Ausgestaltung der Erfindung ha-
ben die Polierteller zu Beginn des Tuchpressens eine
Temperatur von 40 °C bis 50 °C, um die Viskosität des
Klebers der klebenden Schicht zu verringern, gemäß ei-
ner anderen Ausgestaltung Raumtemperatur (23 °C 6 2
°C).
[0018] Nach dem blasenfreien Anbringen der Poliertü-
cher und gegebenenfalls nach einem Abrichten (Dres-
sing) der Poliertücher wird das erfindungsgemäße Ver-
fahren mit dem beidseitigen Polieren von Halbleiter-
scheiben in Gegenwart eines Poliermittels fortgesetzt.
Vorzugsweise erfolgt die DSP mit Prozessparametern,
die bereits in DE 10 2017 217 490 A1 empfohlen sind.
Einige davon seien nachfolgend nochmals genannt.
[0019] Bevorzugt ist die Verwendung von Poliertü-
chern, die eine geringe oder sehr geringe Kompressibi-
lität aufweisen. Bevorzugt beträgt die Kompressibilität
des jeweiligen Poliertuches nicht mehr als 2,5%, beson-
ders bevorzugt nicht mehr als 2,0%, ermittelt bei Raum-
temperatur (23 °C 6 2 °C). Die Bestimmung der Kom-
pressibilität erfolgt analog zur JIS-L-1096 (Testing Me-
thods for Woven Fabrics).
[0020] Die Dicke der Poliertücher beträgt vorzugswei-
se nicht weniger als 0,7 und nicht mehr als 1,5 mm.
[0021] Zum Polieren werden die Halbleiterscheiben je-
weils in eine entsprechend deren Umfang dimensionierte
Aussparung einer Läuferscheibe gelegt. Die Halbleiter-
scheiben bestehen vorzugsweise aus einkristallinem Si-
lizium und haben vorzugsweise einen Durchmesser von
nicht weniger als 200 mm, besonders bevorzugt einen
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Durchmesser von mindestens 300 mm.
[0022] Das Poliermittel ist zweckmäßigerweise eine
Suspension, die vorzugsweise kolloiddisperse Kiesel-
säure und gegebenenfalls weitere Verbindungen, bei-
spielsweise solche, die den pH-Wert einstellen, enthält.
[0023] Der Materialabtrag durch DSP beträgt vorzugs-
weise nicht mehr als 15 mm, besonders bevorzugt 5 mm
bis 12 mm je polierter Seitenfläche.
[0024] Einzelheiten zur Erfindung werden nachfolgend
unter Bezugnahme auf Zeichnungen erläutert.

Kurzbeschreibung der Figuren

[0025]

Fig. 1 zeigt in perspektivischer Darstellung typische
Merkmale einer DSP-Maschine.
Fig. 2 zeigt eine Draufsicht auf den unteren Polier-
teller.
Fig. 3 zeigt in Schnittdarstellung die vertikale Anord-
nung von Merkmalen.

Liste der verwendeten Bezugszeichen

[0026]

1 Distanzstücke
2 Scheibenaufnahme
3 Sensor
4 Sensor
5 Innenrand
6 innerer Stiftkranz
7 Zwischentuch
8 klebende Schicht
9 Achse
10 Achse
11 Achse
12 unterer Polierteller
13 oberer Polierteller
14 Halbleiterscheiben
15 Läuferscheiben
16 oberes Poliertuch
17 Arbeitsspalt
18 Kanäle
19 unteres Poliertuch
20 äußerer Stiftkranz
21 Außenrand

Detaillierte Beschreibung eines erfindungsgemäßen 
Ausführungsbeispiels

[0027] Fig. 1 zeigt den prinzipiellen Aufbau einer DSP-
Maschine: Ein unterer, ringförmiger Polierteller 12 und
ein oberer Polierteller 13 rotieren auf kollinearen Achsen
9 und 10 mit Umdrehungsgeschwindigkeiten no und nu.
Innerhalb des Innendurchmessers der Polierteller 13 und
12 sind ein innerer Stiftkranz 6 und außerhalb des Au-
ßendurchmessers der ringförmigen Polierteller 12 und

13 ein äußerer Stiftkranz 20 angeordnet, die mit Umdre-
hungsgeschwindigkeiten ni und na kollinear zu den Po-
liertellern und somit um die gemeinsame Achse 11 der
DSP-Maschine rotieren. Der innere Stiftkranz 6 und der
äußere Stiftkranz 20 bilden eine Abwälzvorrichtung, in
die beispielsweise drei oder fünf Läuferscheiben 15 mit
einer passenden Außenverzahnung eingelegt sind. Die
Läuferscheiben 15 weisen jeweils mindestens eine oder
mehrere Scheibenaufnahmen 2 für Halbleiterscheiben
14 auf.
[0028] Der untere Polierteller 12 und der obere Polier-
teller 13 tragen auf ihren einander zugewandten Ober-
flächen ein unteres Poliertuch 19 beziehungsweise ein
oberes Poliertuch 16. Die einander zugewandten Ober-
flächen des unteren und oberen Poliertuchs 19 und 16
bilden untere beziehungsweise obere Arbeitsflächen.
Diese gelangen während der Bearbeitung in Kontakt mit
Vorder- und Rückseite der Halbleiterscheiben 14.
[0029] Mittels der Abwälzvorrichtung und der Außen-
verzahnung werden die Läuferscheiben 15 mit den Halb-
leiterscheiben 14 auf zykloidischen Bahnen gleichzeitig
über die untere und obere Arbeitsfläche geführt, wobei
die Läuferscheiben 15 auf Planetenbahnen um die Achse
11 umlaufen. Der zwischen den Arbeitsflächen gebildete
Raum, in dem sich die Läuferscheiben 15 bewegen, wird
als Arbeitsspalt 17 bezeichnet. Während der Bearbei-
tung übt der obere Polierteller 13 eine Kraft auf den un-
teren Polierteller 12 aus, und es wird über Kanäle 18 im
oberen Polierteller 13 ein Poliermittel zugeführt. Die
DSP-Maschine kann Sensoren 3 und 4 aufweisen, die
an unterschiedlichen Radialpositionen beispielsweise im
oberen Polierteller 13 angeordnet sind und die während
des Polierens von Halbleiterscheiben 14 den Abstand
der einander zugewandten Oberflächen der Polierteller
12 und 13 messen.
[0030] Fig. 2 zeigt eine Draufsicht auf den unteren Po-
lierteller 12 zum Zeitpunkt nach dem Ablegen von Dis-
tanzstücken 1 auf einem Zwischentuch 7, so dass sie
konzentrisch zum Innenrand 5 des unteren Poliertuchs
19 und in annähernd gleichem Abstand zueinander auf
dem Zwischentuch 7 liegen.
[0031] Fig. 3 zeigt in Schnittdarstellung die vertikale
Anordnung von Merkmalen während des Pressens des
oberen Poliertellers 13 gegen den unteren Polierteller 12
und vor dem Entfernen des Zwischentuchs 7 und der
Distanzstücke 1. Zu diesem Zeitpunkt liegen die Distanz-
stücke 1 auf dem Zwischentuch 7 und zwischen dem
unteren und oberen Poliertuch 19, 16, die gegeneinan-
dergepresst werden. Im Zuge dieses Vorgangs wird das
obere Poliertuch 16 mittels der klebenden Schicht 8 auf
den oberen Polierteller 13 geklebt. Der Druck, mit dem
dies geschieht, ist in den Bereichen der Distanzstücke 1
höher, als in deren Umgebung.

Patentansprüche

1. Verfahren zum beidseitigen Polieren von Halbleiter-
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scheiben zwischen einem unteren Polierteller (12)
und einem oberen Polierteller (13) mittels eines un-
teren und eines oberen Poliertuchs (19, 16), die je-
weils einen Innenrand (5) und einen Außenrand (21)
aufweisen, umfassend

das Bekleben des unteren Poliertellers (12) mit
dem unteren Poliertuch (19);
das Pressen des unteren Poliertuchs (19) gegen
den unteren Polierteller (12);
das Ablegen von Halbleiterscheiben (14) auf
dem unteren Poliertuch (19); und
das beidseitige Polieren der Halbleiterscheiben
(14) in Gegenwart eines Poliermittels; gekenn-
zeichnet durch
das Abdecken des unteren Poliertuchs (19) mit
einem Zwischentuch (7) nach dem Pressen des
unteren Poliertuchs (19) gegen den unteren Po-
lierteller (12) und vor dem Ablegen der Halblei-
terscheiben (14) auf dem unteren Poliertuch
(19);
das Ablegen von Distanzstücken (1) auf das
Zwischentuch (7), so dass sie konzentrisch zum
Innenrand (5) des unteren Poliertuchs (19) und
in annähernd gleichem Abstand zueinander auf
dem Zwischentuch (7) liegen;
das Ablegen des oberen Poliertuchs (16) über
das Zwischentuch (7) und über die Distanzstü-
cke (1), wobei das obere Poliertuch (16) mit ei-
ner zum oberen Polierteller (13) weisenden kle-
benden Schicht (8) versehen ist;
das Pressen des oberen Poliertellers (13) gegen
den unteren Polierteller (12);
das Entfernen des Zwischentuchs (7) und der
Distanzstücke (1);
das Pressen des oberen Poliertuchs (16) gegen
den oberen Polierteller (12); und das Pressen
der Polierteller (12, 13) und Poliertücher (16, 19)
gegeneinander.

2. Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet
durch das Kleben der Distanzstücke (1) auf das Zwi-
schentuch (7).

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Poliertücher (16,
19) mittels mindestens eines Werkzeugs gegen die
Polierteller (12, 13) gepresst werden, wobei das
Werkzeug radial bewegt wird und Blasen zwischen
dem jeweiligen Polierteller (12, 13) und dem jewei-
ligen Poliertuch (16, 19) am Innenrand (5) und/oder
Außenrand (21) des jeweiligen Poliertuchs (16, 19)
entfernt werden.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Distanzstücke (1)
eine Höhe haben, die 100 mm bis 300 mm beträgt.
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